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WAS IST EINE SMD-SCHABLONE

SMD-Schablonen werden verwendet, um Lotdepots im Siebdruck-
verfahren auf Leiterplatten aufzubringen.

Innerhalb dieser Depots werden anschlielend SMD-Bauteile (SMD =
Surface Mounted Device) platziert und mit einem anschlieBenden

Reflow- oder Dampfphasenprozess gelotet.
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SMD-SCHABLONEN ARTEN

Spannschablonen

2
VectorGuard Schablonen &
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SMD-SCHABLONEN ARTEN

SMD-Schablonen im Aluminium Rahmen
292x22% 23x23%, 29x29%, 400x500mm, 550x650mm

Grofle Aluminium Rahmen
bis zu 736x1800mm

s
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SMD-SCHABLONEN ARTEN

Stufenschablonen werden gefertigt, .damit'-gé»ziélt Paste fir
jedes Bauteil gedruckt werden kann. ’

Durch den steigenden Bauteilmix werden verschieden
Pastenhohen fir einen Pastendruck benotigt. Die Losung
hierfiir sind SMD Schablonen mit verschiedenen Stufenhohen.
Damait lassen sich effizient verschiedene Pastenhohen in
einem Rakelzyklus drucken.

Step down bis auf 80um
Step up bis zu 300um

)
Step up und step down auf eine Schablone &
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MATERIAL

Stainles steel grade 304 full hard
Korn: 15-25um
Zugfestigkeit: 1329 N/mm2
Dehnung: 5,0 %

Harte: 408 HV

Fine Grain (Ersatz fir Nickel-Schablonen)
Korn: 1-2um grain R T
Zugfestigkeit: > 1000N/mm? 1 iy
Dehnung: 5.0% | ||t i ' | 1
Harte: > 370 HV R e
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Fine Grain
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VORTEILE VOM FINE GRAIN MATERIAL

Sauberer und glatter Schnitt

Besserer Pasten-Durchfluss und Pasten-Freigabe
Reduzierung von Druckfehler

Langere Lebensdauer der Schablone

Im Vergleich zu Nickel hohe Leistung und niedrigere Kosten
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SMD-SCHABLONEN PRODUKTION
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SMD-SCHABLONEN PRODUKTION
Pad Design Modifikationen

Homeplates, Bowties, Rundungen, etc.

Pad Verkleinerungen und Vergrosserungen
Modifikationen nach IPC Standard 7525L
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Glue Stencil Aperture Design
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DICKE DER SCHABLONE

Um eine ordnungsgeméalle Pastenablosung von der
Schablone zu erreichen, sollte das
Seitenverhéltnis einer Offnung > 1,5 und das
Flachenverhaltnis > 0,66 sein.

Wenn sich die Schablone von der Leiterplatte 16st,
trifft die Pasten-Freigabe auf einen
konkurrierenden Prozess. Lotpaste wird entweder
auf das Pad der Platine tibertragen oder an den
Offnungsseiten-wanden haften bleiben.

Ist die Offnungsfliache groBer als 0,66 der

Innenwandflache, erfolgt eine vollstandige Pasten-

Ubertragung.

Wir Priifen dieses Verhaltnis mit unserem DRC
(design rule check)

Verfiighare Dicken sind zwischen 80u und 300u

Aperture Width (W)

=1.5
Stencll THICKness (1) 1.>

Aspeact Ratio =

Area of Pad (L x W)
Area of Aperture Walls (2 x (L+W) x T)

Area Ratle = >0.65
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FERTIGUNGSLINIE
LPKF Stencil Laser G6080

Prozesskontrolle in Echtzeit
Schneidgas-Management-Technologie
Langlebiger Laser

Automatische Rahmenanpassung
Edelstahl von 20u bis Imm
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OBERFLACHEN

Dilg Ottomat doppelseitiges Biirsten
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OBERFLACHEN
Elektropolitur

Entfernt die Grate in der Schablonenwand

Reduzierung scharfer Kanten

Verbessert die Pasten-Freigabe

Widerstandsfahiger gegentliber aggressiven Reinigungsmitteln
Erhohen Sie die Lebensdauer der Schablone

Reduzierung der Reinigungszyklen wahrend der Verwendung
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OBERFLACHEN

Nanobeschichtung

Bessere Druckgenauigkeit
Ubersteht aggressive Waschginge
Verbesserung der Druckleistung

Reduzieren Sie Druckvariationen

Improve Print Quality
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Flux spreads Flux tightly Reduced flux
away from aligned with buildup
apertures apertures
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VERPACKUNGEN

Kartonage mit Hangesystem

SB Electronic Service LL'TD

8011 Paphos, Cyprus )
www.sb-electronic-service.com
info@sb-electonic-service.com
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